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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)

【公開番号】特開2010-64220(P2010-64220A)
【公開日】平成22年3月25日(2010.3.25)
【年通号数】公開・登録公報2010-012
【出願番号】特願2008-234991(P2008-234991)
【国際特許分類】
   Ｂ２４Ｂ  37/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２４Ｂ  37/04    　　　Ｄ
   Ｂ２４Ｂ  37/04    　　　Ｋ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６２２Ｓ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６２２Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月26日(2011.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を基板保持部により保持し、
　研磨テーブルに取り付けられた研磨パッドの研磨面に基板を押圧し、
　前記基板保持部と前記研磨テーブルとを相対移動させて前記基板の表面を研磨し、
　研磨中に、前記基板の表面に接触するターゲットの振動の振幅および周波数の少なくと
も一方を測定し、
　測定された前記振幅および周波数の少なくとも一方に基づいて研磨処理を制御すること
を特徴とする研磨方法。
【請求項２】
　前記振幅および周波数の少なくとも一方が増加または減少して所定の値となったときに
、研磨終点に達したと判断することを特徴とする請求項１に記載の研磨方法。
【請求項３】
　測定された前記振幅および周波数の少なくとも一方に基づいて、前記基板の複数の領域
に対する押圧力を制御することを特徴とする請求項１に記載の研磨方法。
【請求項４】
　前記ターゲットと前記基板との接触圧力を一定に維持しながら、前記ターゲットの振動
の振幅および周波数の少なくとも一方を測定することを特徴とする請求項１に記載の研磨
方法。
【請求項５】
　研磨中に、前記基板の表面に光を照射し、該基板から戻ってくる反射光の強度を測定す
ることを特徴とする請求項１に記載の研磨方法。
【請求項６】
　前記ターゲットが接触する基板の箇所と、前記光を照射する基板の箇所とは同一である
ことを特徴とする請求項５に記載の研磨方法。
【請求項７】



(2) JP 2010-64220 A5 2011.10.13

　前記振幅および周波数の少なくとも一方と、前記反射光の強度とを選択的に監視するこ
とを特徴とする請求項５に記載の研磨方法。
【請求項８】
　研磨中に、前記基板の表面の画像を取得し、
　前記画像から前記基板の表面の構造を解析することを特徴とする請求項１に記載の研磨
方法。
【請求項９】
　研磨中に、前記ターゲットの画像を取得し、
　前記画像から前記ターゲットの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を解析するこ
とを特徴とする請求項１に記載の研磨方法。
【請求項１０】
　研磨面を有する研磨パッドが取り付けられる研磨テーブルと、
　基板を前記研磨面に押圧する基板保持部とを有し、前記研磨テーブルと前記基板保持部
の相対移動により基板の表面を研磨する研磨装置であって、
　前記基板の表面に接触するターゲットと、
　前記ターゲットの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を測定する振動測定部と、
　前記振動測定部によって測定された前記振幅および周波数の少なくとも一方に基づいて
研磨処理を制御する制御部とを備えたことを特徴とする研磨装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記振幅および周波数の少なくとも一方が増加または減少して所定の値
となったときに、研磨終点に達したと判断することを特徴とする請求項１０に記載の研磨
装置。
【請求項１２】
　前記基板保持部は、前記基板の複数の領域を独立に押圧する複数の押圧機構を有し、
　前記制御部は、前記振動測定部によって測定された前記振幅および周波数の少なくとも
一方に基づいて、前記複数の押圧機構の押圧力を制御することを特徴とする請求項１０に
記載の研磨装置。
【請求項１３】
　前記ターゲットは、内部に流体が封入された弾性バッグを備えることを特徴とする請求
項１０に記載の研磨装置。
【請求項１４】
　前記振動測定部は、前記弾性バッグの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を測定
することを特徴とする請求項１３に記載の研磨装置。
【請求項１５】
　前記弾性バッグに供給される流体の圧力を調整する圧力調整機構をさらに備えたことを
特徴とする請求項１３に記載の研磨装置。
【請求項１６】
　前記振動測定部は、前記弾性バッグに封入された流体の圧力を測定する圧力センサであ
ることを特徴とする請求項１３に記載の研磨装置。
【請求項１７】
　前記ターゲットは、前記基板の表面に接触する接触パッドをさらに有しており、
　前記接触パッドは、前記弾性バッグに取り付けられており、
　前記振動測定部は、前記接触パッドの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を測定
することを特徴とする請求項１３に記載の研磨装置。
【請求項１８】
　前記弾性バッグは光透過性を有する材料から構成されており、
　前記弾性バッグを介して前記基板の表面の画像を取得する画像取得手段をさらに備えて
いることを特徴とする請求項１３に記載の研磨装置。
【請求項１９】
　前記画像取得手段によって取得された画像から前記基板の表面の構造を解析する画像解
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析部をさらに備えていることを特徴とする請求項１８に記載の研磨装置。
【請求項２０】
　前記ターゲットと前記基板との接触圧力を調整する接触圧力調整機構をさらに備えたこ
とを特徴とする請求項１０に記載の研磨装置。
【請求項２１】
　前記制御部は、前記接触圧力調整機構を介して前記接触圧力を一定に制御することを特
徴とする請求項２０に記載の研磨装置。
【請求項２２】
　前記振動測定部は、
　　前記ターゲットの画像を取得する画像取得手段と、
　　前記画像取得手段によって取得された画像から前記ターゲットの振動の振幅および周
波数の少なくとも一方を解析する画像解析部とを備えていることを特徴とする請求項１０
に記載の研磨装置。
【請求項２３】
　前記振動測定部は、
　　前記ターゲットに光を照射する投光部と、
　　前記ターゲットで反射した光を受光する受光部と、
　　前記受光部によって受光された光の強さを測定する測定部とを有することを特徴とす
る請求項１０に記載の研磨装置。
【請求項２４】
　前記研磨テーブルには、その上面で開口する液体室が設けられ、
　前記ターゲットは、前記液体室内に配置されていることを特徴とする請求項１０に記載
の研磨装置。
【請求項２５】
　前記ターゲットは、前記研磨パッドの一部であることを特徴とする請求項１０に記載の
研磨装置。
【請求項２６】
　前記研磨パッドには切れ込み線が形成されており、前記ターゲットは、前記切れ込み線
で囲まれた領域であることを特徴とする請求項２５に記載の研磨装置。
【請求項２７】
　前記ターゲットを構成する前記研磨パッドの一部は、他の部分よりも厚さが薄い部分で
あることを特徴とする請求項２５に記載の研磨装置。
【請求項２８】
　前記基板の表面に光を照射し、該基板から戻ってくる反射光の強度を測定する反射強度
測定部をさらに備えたことを特徴とする請求項１０に記載の研磨装置。
【請求項２９】
　前記ターゲットが接触する基板の箇所と、前記反射強度測定部が光を照射する基板の箇
所とは同一であることを特徴とする請求項２８に記載の研磨装置。
【請求項３０】
　前記制御部は、前記振幅および周波数の少なくとも一方と、前記反射光の強度とを選択
的に監視することを特徴とする請求項２８に記載の研磨装置。
【請求項３１】
　前記研磨テーブルの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を測定するリファレンス
測定部をさらに備え、
　前記振動測定部は前記研磨テーブルに設けられ、
　前記制御部は、前記振動測定部の測定値から前記リファレンス測定部の測定値を除算す
ることを特徴とする請求項１０に記載の研磨装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】研磨方法および研磨装置
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、膜が付された半導体ウェハなどの基板を研磨する研磨方法および研磨装置に
関し、特に基板と研磨面との間に作用する摩擦の変化に基づいて研磨処理を制御する研磨
方法および研磨装置に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は上述した事情に鑑みてなされたもので、膜の除去などの研磨の変移点を精度よ
く検知することができ、かつ基板の表面内の局所的な研磨状態を監視することができる研
磨方法および研磨装置を提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上述した目的を達成するために、本発明の一態様は、基板を基板保持部により保持し、
研磨テーブルに取り付けられた研磨パッドの研磨面に基板を押圧し、前記基板保持部と前
記研磨テーブルとを相対移動させて前記基板の表面を研磨し、研磨中に、前記基板の表面
に接触するターゲットの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を測定し、測定された
前記振幅および周波数の少なくとも一方に基づいて研磨処理を制御することを特徴とする
研磨方法である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の好ましい態様は、前記振幅および周波数の少なくとも一方が増加または減少し
て所定の値となったときに、研磨終点に達したと判断することを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、測定された前記振幅および周波数の少なくとも一方に基づい
て、前記基板の複数の領域に対する押圧力を制御することを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記ターゲットと前記基板との接触圧力を一定に維持しなが
ら、前記ターゲットの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を測定することを特徴と
する。
　本発明の好ましい態様は、研磨中に、前記基板の表面に光を照射し、該基板から戻って
くる反射光の強度を測定することを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記ターゲットが接触する基板の箇所と、前記光を照射する
基板の箇所とは同一であることを特徴とする。
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　本発明の好ましい態様は、前記振幅および周波数の少なくとも一方と、前記反射光の強
度とを選択的に監視することを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の好ましい態様は、研磨中に、前記基板の表面の画像を取得し、前記画像から前
記基板の表面の構造を解析することを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、研磨中に、前記ターゲットの画像を取得し、前記画像から前
記ターゲットの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を解析することを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の他の態様は、研磨面を有する研磨パッドが取り付けられる研磨テーブルと、基
板を前記研磨面に押圧する基板保持部とを有し、前記研磨テーブルと前記基板保持部の相
対移動により基板の表面を研磨する研磨装置であって、前記基板の表面に接触するターゲ
ットと、前記ターゲットの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を測定する振動測定
部と、前記振動測定部によって測定された前記振幅および周波数の少なくとも一方に基づ
いて研磨処理を制御する制御部とを備えたことを特徴とする研磨装置である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の好ましい態様は、前記制御部は、前記振幅および周波数の少なくとも一方が増
加または減少して所定の値となったときに、研磨終点に達したと判断することを特徴とす
る。
　本発明の好ましい態様は、前記基板保持部は、前記基板の複数の領域を独立に押圧する
複数の押圧機構を有し、前記制御部は、前記振動測定部によって測定された前記振幅およ
び周波数の少なくとも一方に基づいて、前記複数の押圧機構の押圧力を制御することを特
徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の好ましい態様は、前記ターゲットは、内部に流体が封入された弾性バッグを備
えることを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記振動測定部は、前記弾性バッグの振動の振幅および周波
数の少なくとも一方を測定することを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記弾性バッグに供給される流体の圧力を調整する圧力調整
機構をさらに備えたことを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記振動測定部は、前記弾性バッグに封入された流体の圧力
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を測定する圧力センサであることを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の好ましい態様は、前記ターゲットは、前記基板の表面に接触する接触パッドを
さらに有しており、前記接触パッドは、前記弾性バッグに取り付けられており、前記振動
測定部は、前記接触パッドの振動の振幅および周波数の少なくとも一方を測定することを
特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記弾性バッグは光透過性を有する材料から構成されており
、前記弾性バッグを介して前記基板の表面の画像を取得する画像取得手段をさらに備えて
いることを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記画像取得手段によって取得された画像から前記基板の表
面の構造を解析する画像解析部をさらに備えていることを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記ターゲットと前記基板との接触圧力を調整する接触圧力
調整機構をさらに備えたことを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記制御部は、前記接触圧力調整機構を介して前記接触圧力
を一定に制御することを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記振動測定部は、前記ターゲットの画像を取得する画像取
得手段と、前記画像取得手段によって取得された画像から前記ターゲットの振動の振幅お
よび周波数の少なくとも一方を解析する画像解析部とを備えていることを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の好ましい態様は、前記振動測定部は、前記ターゲットに光を照射する投光部と
、前記ターゲットで反射した光を受光する受光部と、前記受光部によって受光された光の
強さを測定する測定部とを有することを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記研磨テーブルには、その上面で開口する液体室が設けら
れ、前記ターゲットは、前記液体室内に配置されていることを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記ターゲットは、前記研磨パッドの一部であることを特徴
とする。
　本発明の好ましい態様は、前記研磨パッドには切れ込み線が形成されており、前記ター
ゲットは、前記切れ込み線で囲まれた領域であることを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記ターゲットを構成する前記研磨パッドの一部は、他の部
分よりも厚さが薄い部分であることを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の好ましい態様は、前記基板の表面に光を照射し、該基板から戻ってくる反射光
の強度を測定する反射強度測定部をさらに備えたことを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記ターゲットが接触する基板の箇所と、前記反射強度測定
部が光を照射する基板の箇所とは同一であることを特徴とする。



(7) JP 2010-64220 A5 2011.10.13

　本発明の好ましい態様は、前記制御部は、前記振幅および周波数の少なくとも一方と、
前記反射光の強度とを選択的に監視することを特徴とする。
　本発明の好ましい態様は、前記研磨テーブルの振動の振幅および周波数の少なくとも一
方を測定するリファレンス測定部をさらに備え、前記振動測定部は前記研磨テーブルに設
けられ、前記制御部は、前記振動測定部の測定値から前記リファレンス測定部の測定値を
除算することを特徴とする。
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